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北京时代民芯科技有限公司成立于2005年，是专业从事集成电路设计、开发、生产和服务的工程性

研究所，是我国大规模和超大规模集成电路设计、封装、测试、筛选、可靠性考核及失效分析的骨干研

制单位，产品涵盖导航、通讯、计算机、汽车电子和消费电子等多个领域。公司拥有引线键台、倒装焊、

‘”⋯’⋯1‘。’r-·f⋯．⋯t，t—t⋯⋯-．．～●+●．。．．．．．．．一⋯．．_ ·-·一·
。

’⋯1

功率器件封装生产线。具备超大规模单片集成电路、混合集成电路、三维立体组装与微系统和光电器件

等封装测试能力，年产能超过100万只，服务国内近百家高可靠集成电路研制单位。经过数十年发展，公

司打造了一支高密度、高可靠先进封装技术研发团队，在高密度倒装焊、Cls图像传感器、2．5D／30先进

封装、chiPlet芯粒集成等方向形成完备的技术体系，成果荣获2021年中国专利金奖、国防技术发明一

等奖等多项荣誉。
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